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光芯片“爆火”的背后逻辑

今年以来，“光芯片”相关概念的热度持
续升温，光芯片市场由于需求增长迎来涨价
潮。广东省发布推动光芯片产业发展的行动
方案，全球越来越多的科技企业也开始发布
与光芯片相关的进展……让光芯片这把“火”
越烧越旺，更多行业目光开始搜寻其“爆火”
的背后逻辑。

光芯片之“火”

越烧越旺

10月21日，广东省人民政府办公厅发布
了《关于印发广东省加快推动光芯片产业创
新发展行动方案（2024—2030 年）的通知》
（以下简称《通知》）。《通知》指出，力争到
2030年取得10项以上光芯片领域关键核心
技术突破，打造10个以上“拳头”产品，培育
10家以上具有国际竞争力的一流领军企业，
建设10个左右国家和省级创新平台，培育形
成新的千亿级产业集群，建设成为具有全球
影响力的光芯片产业创新高地。

除了剑指“千亿级”光芯片产业集群的广
东，我国多地也启动了在光芯片领域的布局。
苏州在高新区设立太湖光子中心，做大做强
光芯片、光器件等细分领域，推动光子产业融
合发展。据了解，光子产业被列入苏州30条
重点产业链之一，现已落户亿元以上重点项
目69个、高质量科技项目134项，集聚光子领
域企业超 300 家，形成了芯片材料-器件模
组-集成装备的整链条、多梯次发展方阵，年
产值达720亿元。此外，上海市将光量子芯片
列入其五大未来产业中的“未来智能”。

一边是各地积极布局光芯片产业，一边
是今年以来光芯片研发和应用新进展不断。
8月初，清华大学首创全前向智能光计算训
练架构，研制出“太极-Ⅱ”光芯片，实现了
大规模神经网络的原位光训练，为人工智能
（AI）大模型探索了光训练的新路径。9 月
底，湖北九峰山实验室在硅光子集成领域取

得新进展，成功点亮集成到硅基芯片内部
的激光光源，这也是该项技术在国内的首
次成功实现。此外，由上海交通大学无锡光
子芯片研究院建设国内首条光子芯片中试
线已正式启用，标志着光子芯片正式步入
产业化快车道。

在各地方、各企业的积极布局与推动
下，“光芯片”热度持续升温。而放眼全球市
场，在“光芯片”这条赛道上，英伟达、英特
尔、博通、台积电等众多知名企业一直翘首
以盼。

英特尔集成光子解决方案（IPS）部门于
3 月份在光纤通信大会（OFC）上展示了业
界首款完全集成的光学计算互连（OCI）
Chiplet 芯粒，该芯粒与英特尔CPU封装在
一起，将过去通过铜线实现的电气I/O接口

传输数据，变成采用光学 I/O 解决方案，实
现了高带宽片上互连的突破。英伟达近期
投资了利用硅光子技术支持下一代AI数据
中心的初创公司 Xscape Photonics，另有消
息称，英伟达预计到 2027 年发布“Rubin
Ultra”GPU计算引擎时有望为其GPU内存
绑定NVLink 协议并提供光学互连。此外，
台积电推出了一种基于硅光子学的人工智
能芯片封装平台，并在今年9月和日月光科
技牵头成立了硅光子产业联盟。

AI时代的

“芯宠儿”

被业界人士看上的光芯片有何“妙处”？

据了解，光芯片是以光为媒介，用电
磁波来传递信息的芯片，也是实现光电信
号转换的基础元器件。相比使用电子传递
信息的一般意义上的芯片，用光传递信息
的光子芯片，理论上信息传输速度更快，
传播距离更远，能量损耗更低。业内人士
认为，推动光芯片发展的最大意义在于，
其为半导体产品在后摩尔时代的性能提升
打开了新的路径。

当前，生成式大模型的庞大参数规
模和迅速增加的使用量，使云端算力需
求急剧攀升，对算力芯片和互联技术的
性能、功耗和成本要求无不在升级。然
而，随着传统半导体制程已经逐渐逼近
物理极限，摩尔定律脚步放缓，芯片在
进一步提升计算速度和降低功耗方面遭

遇瓶颈。
“服务器之间的数据传输正在不断增

加，当今的数据中心基础设施难堪重负。
目前的解决方案正在迅速接近电气 I/O 性
能的实际极限。”英特尔硅光集成解决方案
团队产品管理与战略高级总监托马斯表
示。而英伟达创始人黄仁勋则多次公开发
表“摩尔定律已经终结”的看法，他曾表
示：“我们再也不会看到 CPU 和通用计算
机的速度每年翻一番了，如果每十年能翻
一番，那就算幸运了。”

在摩尔定律放缓与人工智能时代到来之
际，如何构建新一代计算架构，建立芯片

“新”秩序？这成为国际高度关注的前沿热
点。在此之际，行业对光芯片的需求“呼之
欲出”，光芯片技术被视为破局的关键。而
这也是英特尔、英伟达、台积电对光芯片领
域保持高度兴趣的根源。

从技术视角来看，与“光芯片”相关
的概念涉及多重含义，包括光通信、光
计算、光量子等。业内人士指出，广义
上的光芯片并不是前沿技术，例如用于
光通信两端的收发模块都是光芯片，但
这 些 都 是 不 可 编 程 的 光 学 线 性 计 算 单
元，而想要真正通过光来提升算力，可
编程光芯片是关键。

业内专家向记者表示，针对解决AI时
代芯片性能和电力消耗制约问题，目前发
展“光芯片”主要有两种思路。第一种是
光芯片与传统芯片的混合集成，传统芯片
作为单个的计算单元，光芯片则负责计算
单元之间的高速通信桥梁，从而建立集群
运算，有效提高运算速度，同时功耗的增
加也在可接受范围内。二是设计制造光计
算芯片，突破传统的微电子处理器芯片性
能瓶颈。

虽然被行业寄予厚望的光芯片热度持
续攀升，但业内人士指出，光芯片未来的
发展还有很长的路要走，在基础研究上需
要加大投入，在材料工艺等环节需要加快
打通堵点，在产业化应用等更多方面也需
要协同发力，攻克多道难关。
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